@ LG Chem

SEETEC H7630

PP Homopolymer (Polipropilen Homopolimer)

Spunbond teknolojisiyle ince elyaf uretimi icin 6zel olarak tasarlanmis;
dar molekul agirligr dagilimi (MWD) ve anti-gaz solma stabilizasyonuna
sahip yuksek performansli regine.
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Kritik Teknik Veriler

Akiskanlk (MFR)

(C}j 2 5 g/10min

230°C, 2.16Kg (ASTM D1238)

A
/" Mekanik Giig
4

{=P Akma Mukavemeti: 34 MPa (ASTM D638)
dff Kopma Uzamasi:  >%500 (ASTM D638)
<&, Egilme Modiili: 1600 MPa (ASTM D790)

. Darbe Dayanim: 29 J/m (1zod, 23°C)

Yogunluk

71 0.9

E! oW/ g/cm?®
ASTM D1505

Termal Dayanim

&“ Vicat Yumusama (1kgf): 151°C (ASTM D1525)

IE 1sil Egilme (HDT 4.6kgf/cm?): 110 °C (ASTM D648)
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En Uygun Uygulama Alanlari

SEETEC H7630, spunbond teknolojisinin kullanildigi zorlu sektérlerde giivenle tercih edilir.
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Hijyen Sektoru Medikal Endustri Endiistriyel Uriinler
Ince, yumusak ve Guvenilir kalite ve gaz Yuksek kopma uzamasi
standartlara uygun solma direnci gerektiren (>%500) ve homojen
dokumasiz elyaf yapilari. tibbi tekstiller. dayaniklilik gerektiren
uygulamalar.
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Neden SEETEC H7630 Secilmeli?

(Asagidaki Uretim hedeflerinde bu uriin en yuksek performansi garantiler)

ince Elyaf (Fine Fiber) Ekstriizyonu

Spunbond teknolojisiyle kusursuz ve kesintisiz
ince elyaf uretimi hedeflendiginde.

Dar Molekdl Agirligi Dagilimi (MWD)

Uretim prosesinde yiiksek boyutsal kararllik,
homojenlik ve stabilite arandiginda.

Anti-Gaz Solma (Anti-gas fading) Beklentisi

Uriiniin gevresel etkilere ve gazlara karsi renk ve
yapisal stabilitesini uzun sure korumasi gerektiginde.
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Hangi Durumlarda Uygun Degildir?

(TDS verilerine dayali teknik kisitlamalar)

Agir Darbe Soniimleme Gerektiren Parcalarda

|zod darbe dayanimi 29 J/m seviyesindedir. Siddetli
darbe veya dusme testi gerektiren yapisal
uygulamalar icin formule edilmemistir.

Dusuk Akiskanlik Arayisinda

25 g/10min MFR degeriyle oldukg¢a akigkandir.
Sisirme kaliplama (blow molding) veya ¢ok kalin
kesitli ekstrtizyon proseslerine uygun degildir.

Yiksek Isida Surekli Yuk Altinda

Isil egilme sicakligi (HDT) 110 °C'dir. Bu derecenin
uzerindeki mekanik stresli ve surekli sicak ortamlarda
deformasyon riski tagir.
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Proses ve Teknik Notlar

Uygulama ve Test Oncesi Bilinmesi Gereken Kritik Parametreler ‘

o/
Test Kosullari

Teknik tablodaki tipik degerler,
garanti edilen spesifikasyonlar
degildir. Veriler, standart
kompresyon kaliplama
(compression molded)
numuneleri uzerinden (ASTM
standartlari ile) elde edilmistir.

®

Test Hizlari

Mekanik testlerden Akma
Mukavemeti 50 mm/dk, Egilme
Modiilii ise 28 mm/dk hiz ile
olctlmustur.

-
o/
Musteri Sorumlulugu

Gercek proses kosullari
kontrolimuz disindadir. Nihai
urtintn kullanim kosullarindaki
(end-use) uygunlugu ve
performans testlerinin
yapilmasi musterinin
sorumlulugundadir.

& NotebooklLM



Karar Ozeti

“SEETEC H7630; hijyen ve medikal uygulamalarinda
spunbond ince elyaf uretimine odaklanan, 25 MFR ile
yuksek akiskanlik saglayan ve anti-gaz solma ozellikleriyle
donatilmis yenilik¢i bir PP Homopolimer ¢ozumudur.”

Uygulamaniz i¢in tam uyum sagliyor mu?

Teknik destek, numune ve detayli siparis bilgileri icin iletisime gegin:
TS&D TECH Center, Polyolefin Division | Tel: 82-42-860-8538 | Email: dbdefault@Ilgchem.com
@ LG Chem
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